技术要求
1 光学特性
耦合器光学特性如表1所示    表1 光学特性
	性能参数
	指标要求
	备注

	工作波长(nm)
	1550
	

	工作带宽(nm)
	±20
	

	附加损耗(dB)
	≤0.30
	

	分光比（%）
	48.5≤CR≤51.5
	

	回波损耗(dB)
	≥58
	

	方向性(dB)
	≥55
	

	偏振相关损耗(dB)
	≤0.30
	

	耐静水压（MPa）
	≥5
	

	注意： 在工作温度-40~+85℃范围内，分光比的范围为48/52～52/48，附加损耗不大于0.4dB。


1.2  外观尺寸要求
1.2.1封装尺寸：不大于Ф3.0×35mm
1.2.2 尾纤长度：不小于1200mm
1.2.3外观结构图、着色图见下图
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1.3 光纤类型：Corning SMF-28e
1.4  环境和机械性能试验后性能变化要求如表2所示
                  表2 环境和机械性能试验后光学性能指标
	试验名称
	插入损耗 (dB)
	分光比CR

	低温贮藏
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	低温工作
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	高温贮藏
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	高温工作
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	湿热
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	振动
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	冲击
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	温度循环
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	温度冲击
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	霉菌
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	盐雾
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	温度高度试验
	IL≤3.6
	48≤CR≤52

	注:性能指标变化量只规定关键的代表器件质量的两项。



